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Nesta pesquisa, se investigou o comportamento da curva de Paschen para a mistura gasosa de
Argbnio (30%) e acetileno (70%) utilizando o processo PECVD (deposicdo quimica em vapor
assistida por plasma). E também, como o angulo de contato obtido a partir do filme depositado,
utilizando esta mesma mistura, se comporta com a variagéo da pressao utilizada.

Para se explorar o comportamento da curva de Paschen, utilizou-se uma camara PECVD, dentro
da cadmara havia duas placas paralelas na posicdo horizontal separadas 20 mm entre si, elas
possuiam varios furos que permitiam a passagem das particulas dos gases. Estas placas estavam
conectadas a um controlador de tensdo em que se era possivel regular a ddp entre as placas. Com
a camara fechada utilizou-se duas bombas para retirar o ar atmosférico do interior da camara,
inicialmente uma bomba mecéanica evacua a cdmara até uma pressdo de 2,5 x 1072 torr e depois se
aciona uma bomba difusora que evacua a camara até 2,0 x 10™ torr. Ap6s, foi liberada a mistura
de Argbnio (30%) e acetileno (70%) até se alcancar 0,2 torr, entdo se ajustou a tensdo para se
observar com qual ddp comecava-se a formar o plasma. Em seguida realizou-se 0 mesmo
processo para 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 e 1,6 torr.

De acordo com Paschen, a tensdo de ruptura é funcdo do produto do espacamento entre as placas
com pressdo. A partir das medidas da tensdo obteve-se o seguinte grafico:
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Figura 1: Curva de Paschen
Na analise do angulo de contato utilizou substratos de aco 1020 que foram lixados com lixas de

granulacgdes 100, 240, 400, 600 e 1200 e lavados com agua deionizada. Apds eram polidos com
pano apropriado molhado com alumina 0,3 um. Entdo, eram lavados novamente em agua
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deionizada e ap0s passados pelo ultrassom para retirar as possiveis impurezas que permaneceram
e poderiam influenciar negativamente na deposigéo do filme.
Em seguida, se colocou o0s substratos no porta substrato que fica acima das duas placas e fez-se o
mesmo processo realizado para obter a tensdo em que se forma o plasma para 0,2 torr, s6 que
agora se esperou um intervalo de tempo de 40 minutos para o filme depositar sobre a amostra. De
modo similar realizou-se para 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 e 1,6 torr. Os angulos de contato medidos
para os filmes formados nas press@es de 0,8 torr para baixo indicavam ser filmes hidrofilicos e ao
aumentar a pressdo se progredia para filmes hidrofobicos chegando a super-hidrofébico em 1,6
torr.
A partir das medidas dos angulos de contato podemos concluir que a hidrofobicidade dos filmes
de carbono amorfo formados com a mistura de Argdnio (30%) e acetileno (70%) aumenta
conforme se aumenta a pressdo. Outra conclusdo que podemos tirar ao analisar a curva de
Paschen plotada anteriormente é que antes do ponto de minimo o aumento no espagamento entre
as placas ou da pressao facilita na formacdo do plasma, mas depois desse ponto de minimo o
aumento de um destes dois parametros fard com que a ddp minima para a formacéo do plasma se
torne maior.



